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ABSTRACT : 

CHG DATE=19980609 STATUS=0>The invention concerns a method 
and connection 

arrangement for producing a smart card (1) , a semiconductor 
chip located on a 



module (3) being inserted in a recess (2) in a card holder 
(1) so as to 

establish an electrical and mechanical connection. 
According to the invention, 

instead of the substance -bonded and/or force-locking 
connections necessary 

hitherto, an inductive and/or capacitive coupling between 
the module and IC 

card is used. To that end, the module and card comprise 
appropriate coils (4) 

and/or capacitive coupling surfaces for transmitting 
signals . 
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(54) Title: METHOD AND CONNECTION ARRANGEMENT FOR PRODUCING A SMART CARD 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VERBINDUNGSANORDNUNG ZUM HERSTELLEN EINER CHIPKARTE 



(57) Abstract 

The invention concerns a method and connection arrangement for producing 
a smart card (I), a semiconductor chip located on a module (3) being inserted in 
a recess (2) in a caid holder (1) so as to establish an electrical and mechanical 
connection. Accoiding to the invention, instead of the substance-bonded and/or 
force-locking connections necessary hitherto, an inductive and/or capacitive 
coupling between the module and IC card is used. To that end, the module 
and card comprise appropriate coils (4) and/or capacitive coupling surfaces for 
transmitting signals. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft cin Verfahren und eine Verbindungsanordnung zum 
Herstellen einer Chipkarte (I), wobei ein auf einem Modul (3) befindlicher 
Halbleiterchip in einer Ausnehmung (2) eines KartentrSgers (1) unter Erhalt einer 
elektrischen und mechanischen Verbindung eingesetzt wird. Erfindungsgemass 
wini anstelle bisher notwcndiger stoff- und/oder kraftschlussiger Verbindungen 
auf eine induktive und/oder kapazitive Kopplung zwischen Modul und IC-Karte 
zurOckgegriffcn. HierfOr besitzcn Modul und Karte cntsprcchend Spulen (4) 
und/oder kapazitive Koppelfiachcn zur SignalObertragung. 
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VKRFAHREN UND VERBINDUKCSANORDNUHG ZUM HERSTELLEN 

EINER CHIPKARTE 



Beschreibunq 

Die Erf indung betrif ft ein Verfahren zum Herstellen einer 
Chipkarte, wobei ein auf einem Modul befindlicher Halbleiter- 
chip in einer Ausnehmung eines Kartentragers iinter Erhalt ei- 
ner entsprechenden elektrischen und mechanischen Verbindiing 
eingesetzt wird sowie eine Verbindungsanordiing zur Herstel- 
liang einer derartigen Chipkarte. 

Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung einer Chip- 
karte, insbesondere solcher, bei der sowohl Mittel zur kon- 
taktlosen Datenubertragung als auch eine galvanische Kon- 



ERSATZBLAITfREGEL 26) 



wo 98/15916 



2 



PCTAEP97/0S197 



taktebene vorhanden ist, wird in einen Kartenkoirper ein Modul 
eingebracht, welcher einen Halbleiterchip umfaSt, 

Der Modul wird vorzugsweise in eine Ausnehmung im Kartenkor- 
5 per eingelegt iind mittels Fugen oder dergleichen mit dem Kar- 
tenkorper unter Erhalt einer entsprechenden mechanischen und 
elektrischen Verbindung laminiert. 

Eine elektrisch leitende Verbindiing zwischen Modul und Kar- 
10 tenkorper bzw. auf dem Kartenkorper befindlichen Kontakten, 
die mit einer Spule zur Herstellung einer kontaktlosen Ver- 
bindting zur Umgebung in Kontakt stehen, komrnt beispielsweise 
dadurch zustande, dafi ein anisotroper leitender Klebstoff im 
Bereich der AnschluSstellen und/oder der Verbindungsst alien 
15 des jeweiligen Mittels fur eine kontakt lose Datenubertragung 
aufgetragen und der Klebstoff zumindest im Bereich der An- 
scliluJSstellen soweit verdichtet oder komprimiert wird, dafi 
eine elektrisch leitende Brucke entsteht. 

20 Im Fall eines Klebstoffes mit leitenden Partikeln fuhrt zu 

dies dazu, daS die Partikel im Bereich zwischen den AnschluS- 
stellen xmd dem Mittel fur die kontaktlose Datenubertraguing 
sich beruhren, wodurch die leitende Verbindung resultiert. 

25 Die bei der Herstellung von Chipkarten verwendeten Module 

greifen in der Regel auf einen Kunststof f trager zuruck, auf 
dem das eingangs erwahnte Halbleiterchip gegebenenf alls mit 
ISO-Kontaktf lachen versehen angeordnet ist. Das so vorgefer- 
tigte Modul wird mit dem Kartentrager , der z.B. aus Polycar- 

30 bonat bestehen kann, verbxinden. Dieses Verbinden bzw. das 

Einsetzen des Moduls in den Kartenkorper in eine, z.B. gefra- 
ste, Ausnehmung erfolgt ublicherweise unter Ruckgriff auf ein 
Klebeverfahren bei Verwendung eines HeiS- oder Schmelzkle- 
bers. 

35 

In dem Falle, wenn Kombikarten, die sowohl zur kontaktlosen 
als auch zur kontaktbehaf teten Verwendiing geeignet sind, oder 
kontaktlose Karten hergestellt werden sollen, muS eine wei- 
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tere Kontaktebene mit AnschlxiSstellen fur die Induktions- 
schleife vorgesehen sein. Diese AnschluiSstellen befinden sich 
bevorzugt erhaben auf der Oberflache des Moduls und/oder auf 
der Oberflache oder an den Seitenf lachen der Ausnehmung des 
5 Kartentragers . Bex derartigen Aaordnungen ist es dann mog- 

lich, die Verklebxmg von Modul- iind Kartentragem mittels der 
Herstelliang der elektrisch leitenden Verbindung in einem Ar- 
beitsgang durchzuf uhren . Es hat sich jedoch gezeigt, daS das 
erforderliche Temparatur- und Zeitregime zur Herstelliing zu- 

10 verlassiger sowohl elektrischer als auch mechanischer Verbin- 
dimgen engen Toleranzen xinterliegt, so dafi bei nicht optima- 
len Verfahrensparametem die Langzeitstabilitat derartig her- 
gestellter Karten reduziert ist und das es aufgrmnd der Ab- 
messimgen und der plastischen Eigenschaf ten des Moduls sowie 

15 des Kartentragers zur Verwindungen und Verspannungen in der 

Karte mit der Folge gestorter elektrischer Verbindungen, d.h. 
geringerer Zuverlassigkeit kommt. 

Gleiches gilt fur kraf tschlussige Verbindxmgen, z.B, ttiittels 
20 Federelement . Hier konnen zwar Verspannungen oder Verwindun- 
gen durch Kontakt-Federelemente auf genotranen werden, jedoch 
bestehen Probleme hinsichtlich der Oberf lachenkorrosion der 
Kontakte . 

25 Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung 
einer Chipkarte sowie eine Verbindungsanordnung fur ein der- 
artiges Herstell\mgsverf ahren anzugeben, mit welchem ein auf 
einem Modul bef indlicher Halbleiterchip in eine Ausnehmung 
eines Kartenkorpers sowohl elektrisch als auch mechanisch mit 

30 hoher Zuverlassigkeit kontaktiert werden kann, wobei die re- 
sultierende Gesamtanordnung eine hohe Langzeitstabilitat und 
Zuverlassigkeit der Chipkarte gewahrleisten soil. 

Die Losung der Aufgabe der Erf indung erfolgt mit einem Ver- 
35 f ahren nach Patentanspruch 1, 4 oder 5 sowie mit einer Ver- 
bindungsanordnung gemaB den Merkmalen der Patentanspruche 1 , 
9 oder 10, wobei die Unteransp ruche mindestens zweckmaSige 
Ausgestaltungen oder Weiterbildiingen umfassen. 
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Der verfahrensseitige Grundgedanke der Erfindiing besteht 
darin, dafi der in die Kartenausnehmiing zu implantierende Mo- 
dul elektrisch nicht unmittelbar sondem mittelbar mit dem 
Kartentrager bzw. einer in dem Kartentrager vorhandene Induk- 
5 tionsspule zur Herstellung einer kontaktlosen Verbindung zur 
Umgebung wechselwirkt . 

In einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung weist der in 
der Kartenausnehmiing zu implantierende Modul eine erste Spule 

10 auf , wobei diese erste Spiile mit in einer an oder in der Aus- 
nehraxing des Kartentragers befindlichen zweiten Spule induktiv 
verbunden ist. Die zweite Spule steht dann in an sich bekann- 
ter Weise mit einer in der Chipkarte befindlichen dritten 
(Antennen-) Spule zur Herstellung einer kontaktlosen Verbin- 

15 dung zur Umgebiing hin in Kontakt . Die zweite und dritte Spule 
konnen auch eine gemeinsame Spule bilden. 

Gemafi einer zweiten Ausfuhrungsfoirm des erf indimgsgemafien 
Verfahren wird der in die Kartenausnehmiing zu implantierende 

20 Modul mit mindestens einer ersten kapazitiven Koppelflache 

versehen, wobei diese erste kapazitive Koppelflache rait einer 
in der Ausnehmung des Kartentragers befindlichen zweiten ka- 
pazitiven Koppelflache elektrisch wechselwirkt . Die zweite 
kapazitive Koppelflache fuhrt zu einer an sich bekannten In- 

25 duktionsspule zur Herstellung einer kontaktlosen Verbindung 
zur Umgebtuig hin. 

Bei einer dritten Ausfuhrungsform des erf indiingsgemaBen Ver- 
fahxens wird nun sowohl eine induktive Kopplung zwischen zum 
30 implant ierenden Modul und Kartentrager als auch eine kapazi- 
tive Kopplung vorgenommen, so daS sich eine optimale Daten- 
und Signalubertragung zwischen Modul bzw. Halbleiterchip und 
Kartentrager ergibt. 

35 In einer bevorzugten Weiterbildiing der Erfindung ist der das 
Chip tragende Modul mit einer speziellen Metallisierungsebene 
versehen, die als Indiiktionsspule ausgefiihrt ist . Diese In- 
duktionsspule wird bei der Montage des Moduls in der Ausneh- 
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mung der Kontaktf lache mit einer in der Ausnehmiing befindli- 
chen Spule zur induktiven Koppliing in Deckxing gebracht. Die 
in der Ausnehmiing des Kartentragers befindliche Spule kann 
Bestcindteil der an sich bekannten Induktionsspule zur elek- 
5 trischen Kontaktierung nach aufien sein. 

Erf indtmgsgemafi wird zur Erhohung des Kopplungsgrades zwi- 
schen den induktiven Elementen, d.h. der ersten und zweiten 
Spule vorgeschlagen, den Modul mindestens teilweise und/oder 

10 den Kartentrager im Bereich der zweiten Spule mit hochpeirme- 
ablen Dotierungsstof f en zu versehen oder eine hochpermeable 
Beschichtung auf zubringen. Vorzugsweise sind hierfur auf eine 
entsprechende KomgroSe gebrachte, fein granulierte Seltener- 
demagnete einsetzbar. Auch an sich bekannte Titanate und Fer- 

15 ritraaterialien sind zur Erhohung der Permeabilitat geeignet. 

Es liegt im Sinne der Erfindung, daS die ersten und zweiten 
Spulen sowohl als Drahtspule oder in gedruckter oder additiv 
aufgebrachter Form realisierbar sind. Auch ist das Herausat- 
20 zen von Spulenwindxingen oder das Herausbrennen aus einer 

Metallisierungsschicht durch Verwendung eines Lasers denkbar. 

Die im Modul vorhandene erste Spule oder aber auch die erste 
kapazitive Koppelflache konnen auf der zum Kartentrager nach 
25 innen hingerichteten Seite aufgebracht aber auch auf einem 

Zwis Ghent rager befindlich sein, der mit einer entsprechenden 
Isolationszwischenschicht der Aufnahme von ISO-AuSenkontakten 
dient . 

30 Anordnungsseitig wird zur Herstellting einer Chipkarte beste- 
hend aus einem Modul mit einem Halbleiterchip sowie einem 
Kartentrager mit Ausnehmung zur Aufnahme des Moduls auf oder 
in der Einsatzseite des Moduls eine erste Spule ausgebildet, 
welche mit Anschlussen des Halbleiterchips elektrisch verbun- 

35 den ist. In oder auf der Ausnehmung des Kartentragers befin- 
det sich eine zweite Spule, wobei sich nach dem Einsetzen des 
Moduls in die Ausnehmiing des Kartentragers eine gewunschte 
induktive Kopplung zwischen erster und zweiter Spule ein- 
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stellt. Die zweite Spule steht in Verbindimg mit einer drit- 
ten Spule zur Herstellxing einer kontaktlosen Verbindxmg zur 
Umgebiing. Es liegt im Sinne der Erfindung, daiS die zweite und 
dritte Spule als eine einheitliche Spule mit xinterschiedli- 
5 Chen Windungsabschnitten ausgebildet sein konnen, wobei ein 

kleinerer Windungsabschnitt im Bereich der Ausnehmung bef ind- 
lich ist und ein groSerer Windungsabschnitt in einem auSeren 
Randabschnitt des Kartentragers verlauft. 

10 Besonders vorteilhaft ist eihe Aus f uh rungs form der ersten 
Spule dergestalt, dalS diese als Versteifungsrahmen wirkend 
auSenrandseitig des Moduls angeordnet ist. Hierdxirch erhoht 
sich die Steifigkeit des Moduls, wodurch Prefikrafte insbe- 
sondere beim Laminieren des Moduls in die Ausnehmung des Kar- 

15 tentragers besser aufgenommen werden konnen. 

Weiterhin wird anordnungsseitig vorgeschlagen, kapazitive 
Koppelf lachen am zum iraplantierenden Modul einerseits und in 
der Ausnehmung des Kartentragers andererseits vorzusehen. 

20 

Erganzend besteht anordnungsseitig die Moglichkeit der Kombi- 
nation sowohl induktiver als auch kapazitiver Koppelelemente, 
die die gewunschte elektrische Verbindung xmd den entspre- 
chenden Signalinformationsaustausch zwischen Modul und Kar- 
25 tentrager bzw. den induktiven Element en des Kartentragers er- 
moglichen. 

Die Erfindung soil nachstehend anhand eines Ausfuhrungsbei- 
spieles und unter Zuhilfenahme von Figuren naher erlautert 
30 werden. 

Hierbei zeigen: 



35 



Fig. 1 eine prinzipielle perspektivische Darstellung 
eines Kartentragers mit Ausnehmung zur Auf- 
nahme eines Chipmoduls; 



wo 98/15916 



PCT/EP97/05197 



7 



Fig. 2 eine Ansicht eines Chipmoduls rait Ausbildxing 
einer Induktionsspule; 

Fig* 3 eine priazipielle Darstellung der Chipkarte 
mit Spule zur Herstellimg einer kontaktlosen 
Verbindimg zur Umgebung hin und innerer Spule 
zur indxiktiven Kopplxing mit der auf dem 
Ciiipraodul befindlichen weiteren Spule 



10 und 



Fig, 4 verschiedene Varianten eines Moduls mit 
a-c induktivem Koppel element . 



15 Bei der in der Figur 1 gezeigten Darstellung wird von einer 

IC-Karte 1 ausgegangen, welche eine Ausnehmung 2 zur Aufnahme 
eines Chipmodules 3 aufweist. Im Bereich der Ausnehmung 2 der 
IC-Karte 1 ist eine zweite Spule 4 auf- bzw. eingebracht, die 
der induktiven Kopplung mit einer ersten Spule 5 (Figur 2) 

20 dient. 



Fur das Einsetzen tand Chipkontaktieren des Moduls 3 in die 
Ausnehraxing 2 kann auf an sich bekannte Laminier- und Kle- 
betechniken zuruckgegrif fen werden. Im Gegensatz zum Bekann- 

25 ten, wird jedoch gemafi Ausfuhr^lngsbeispiel die gewunschte 

elektrische Verbindung zwischen Chipmodul 3 und der zweiten 
Spule 4 in der IC-Karte 1 rein induktiv realisiert. Mechani- 
sche Spannxingen oder miniraale Veranderungen der Lagebeziehung 
zwischen IC-Karte 1 und Chipmodul 3 fuhren nicht zu schlech- 

30 teren elektrischen Verbindungen, beispielsweise durch Erho- 
hung des Kontaktwiderstandes an den Verbindungspvmkten zwi- 
schen Modul und Antenne. 



Bei dem Chipmodul 3 gemafi Figur 2 wird von einem bekannten 
35 Substrattrager 6 ausgegangen, welcher mit einem sogenannten 

Nackt-Chip versehen ist. Daruber hinaus ist auf dem Sxabstrat- 
trager 6 die erste Spule 5 auf- oder eingebracht, welche 
elektrisch mit den entsprechenden Anschlussen des Chips ver- 
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bunden ist. Der Chip selbst wird mit einer Abdeckxing 7, z.B. 
aus Silikongurami, versehen. 

Der Siibstrattrager 6 kann auf seiner dem Chip gegenuberlie- 
5 genden Seite mit an sich bekannten ISO-Kontakten zur kontakt- 
behafteten Verbindung nach aufien versehen sein. Hier wird er- 
ganzend auf die Figuren 4b und 4c verwiesen. 

Eine vorteilhafte Ausbildimg der IC-Karte 1 mit einer induk- 
10 tiven Koppelspule zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung 
zur Umgebxing hin sei anhand der Figur 3 erlautert. 

Die auSere induktive Koppelspule 8 weist einen Spulenab- 
schnitt 9 auf, welcher die zweite Spule 4 im Bereich der Aus- 
15 nehmung 2 bildet. 

Erganzend oder altemativ kann auf den sich gegenuberliegen- 
den Flachen ira Bereich der Ausnehmung 2 der IC-Karte 1 sowohl 
der Sxabstrattrager 6 als auch der gegenuberliegende Bereich 
20 der IC-Karte 1 mit kapazitiven Koppelf lachen versehen sein, 
so daS sich neben einer gewunschten induktiven Kopplung auch 
eine kapazitive Verbindung einstellt. 

Figur 4a zeigt eine Querschnittsdarstellung eines Chipmodules 
25 3 mit Chip 31, Chipkontakten 32 und Spulenwindungen 33. Die- 
ses Modul wird Facedown in die entsprechende Ausnehmung 2 der 
IC-Karte 1 eingesetzt, wobei gegebenenf alls die Spulen- 
windungen 33 bezogen auf die gegenuberliegende Windungen der 
zweiten Spule 4 isoliert sind. 

30 

Bei der Aus fuhriings form gemaS Figur 4b ist der Substrattrager 
6 auf seiner nach oben weisenden, nach aufien zeigenden Seite 
mit ISO-Kontakten 34 versehen, die in nicht naher dargestell- 
ter Weise elektrisch mit dem Chip 31 in Verbindung stehen. 
35 Die ISO-Kontakte 34 dienen der Herstellung einer kontaktbe- 
hafteten Verbindung der IC-Karte nach aufien. 
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Bei der Ausfuhnmgsform der Verbindungsanordnung bzw. des 
Chipmodules 3 nach Figur 4c wird von einem Zwischentrager 35 
ausgegangen, der der Aufnahme der Spulenwindiingen 33 uxid der 
ISO-Kontakte 34 dient. Der Zwischentrager 3 5 kann wiederum 
5 mit dem Substrattrager 6, z.B. dxirch laminieren, verbiinden 
warden. Bei der gezeigten Anordniing gemalS Figur 4c kann auf 
eine zusatzliche elektrische Isolierung der Spulenwindungen 
33 verzichtet warden, da diese entwedar im Zwischentrager 35 
eingebettet oder durch den Substrattrager 6 isoliert werden. 

10 

Zur Verbesserung der indxiktiven Kopplving k6nnen Bereiche des 
Siibstrattragers, des Zwischentragers iind/oder entsprechende 
Abschnitte in der Ausnehraung der IC-Karte mit hochpermeablen 
Stof fbeimengxingen versehen sein oder es kann eine entspre- 
15 chende Beschichtung im Bereich der ersten xind zweiten Spulen 
aufgebracht werden, 

GeraaS einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel kann die erste Spule 
des zu implant ierenden Moduls als Versteifungsrahmen wirken 
20 iind in diesem Sinne einen integralen Bestandteil des Chiptra- 
gers bilden, so daS Krafta beim Einpressen des Moduls in die 
Ausnehiming leichter aufgenommen werden bzw. das Auftreten un- 
erwunschter Verformungen des Moduls beim Einsetzen und Ein- 
pressen von vomherein vermieden wird. 

25 

Grundsatzlich sei angeraerkt, dafi es nicht notwendig ist, 
erste und zweite Spule raumlich zur Deckung zu bringen. 
Primar ist vielmehr das Gewahrleisten einer ausreichenden, 
induktiven Kopplung zwischen den Spulen. 

30 

Alles in allem gelingt es mit der Erfind\ing die Nachteile be- 
kannter elektrischer Kontaktieirungen stof f schlussiger oder 
kraf tschlussiger Art zu vermeiden, in dem auf induktive 
und/oder kapazitive Kopplung der Signalubertrag zwischen Chip 
35 und eigentlicher IC-Karte zuruckgegrif f en wird. Hierdurch re- 
duzieren sich Aufwendungen bei der Montage des Moduls auf- 
grund der Vermeidung aufwendiger Justagen und es konnen die 
Kosten herstellungsseitig reduziert werden, da die Verwendung 
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teuerer Spezialkleber, die sowohl eine elektrische als auch 
mechanische Verbindung realisieren sollen/ exit fallen kann. 

Bezugszeichenliste 

1 IC-Karte 

2 Ausnehmiing 

3 Chipmodul 

4 zweite Spule 

5 erste Spule 

G Substrattrager 

7 Abdeckung 

8 aufiere Koppelspule 

9 Spul enabschni t t 

31 Chip 

32 Chipkontakte 

33 Spulenwindxingen 

34 ISO-Kontakte 

35 Zwischentrager 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein auf 
einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Ausneh- 
mung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrischen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

da£ der in die Kartenausnehmiing zu implantierende Modul 
mit einer erst en Spule versehen wird, wobei diese erste 
Spule mit einer in der Ausnehmung des Kartentragers be- 
f indlichen zweiten Spule induktiv verbunden ist und die 
10 zweite Spule zu einer an sich bekannten, in der Chipkarte 

bef indlichen dritten Spule zur Herstellung einer draht- 
losen Verbindung zur Umgebung hin fuhrt, wobei die zweite 
und dritte Spule als eine einzige Spule ausgebildet sein 
kann. 

15 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS zur Erhohung der induktiven Kopplung der Modul 
und/oder der Kartentrager mit hochperraeablen Stoffbeimen- 
20 gungen oder einer entsprechenden Beschichtung mindestens 

im Bereich der Spulen versehen wird. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch g e k ennzeichnet, 

25 dais der mit der ersten Spule versehene Modul in die 

Kartenausnehmung zum Erhalt der mechanischen Verbindung 
vorzugsweise eingeprefit wird. 

4. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein auf 
30 einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Ausneh- 
mung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrischen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der in die Kartenausnehmung zu implantierende Modul 



35 



wo 98/15916 



PCT/EP97/05197 



12 



mit mindestens einer ersten kapazitiven Koppelf lache ver- 
5 sehen wird, wobei diese erste Koppelf lache mit einer in 

der Karte befindlichen zweiten kapazitiven Koppelflache 
elektrisch wechselwirkt und wobei weiterhin die zweite 
kapazitive Koppelflache zu einer an sich bekannten, in 
der Chipkarte befindlichen Spule zur Herstellung einer 
10 drahtlosen Verbindung zur Umgebung f uhrt . 

5. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein auf 
einem Modul bef indlicher Halbleiterchip in einer Ausneh- 
mung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrischen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 
dadurch gekennzeichnet, 
daE der in die Kartenausnehmung zu implant ierende Modul 
mit einer ersten Spule und einer ersten kapazitiven Kop- 
pelflache versehen wird, wobei diese erste Spule und ka- 
pazitive Koppelflache mit einer in der Ausnehmung des 
Kartentragers befindlichen zweiten Spule und zweiten ka- 
pazitiven Koppelflache induktiv und kapazitiv verbunden 
ist und die zweite Spule und/oder zweite kapazitive Kop- 
pelflache zu einer an sich bekannten, in der Chipkarte 
befindlichen dritten Spule zur Herstellung einer draht- 
losen Verbindung zur Umgebung f uhrt . 

6. Verbindungsanordnung zur Herstellung einer Chipkarte, be- 
stehend aus einem Modul mit einem Halbleiterchip sowie 

30 einem Kartentrager mit Ausnehmung zur Aufnahme des Mo- 

duls, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS auf oder in der Einsatzseite des Moduls eine erste 
Spule ausgebildet ist, welche mit Anschlussen des Halb- 

35 leiterchips elektrisch verbunden ist, imd daS in oder auf 

der Ausnehmimg des Kartentragers eine zweite Spule aufge- 
bracht oder eingeformt ist, wobei nach dem Einsetzen des 
Moduls in die Ausnehmung eine induktive Kopplung resul- 
tiert und das weiterhin eine elektrische Verbindung zu 

40 einer dritten (Antennen-) Spule besteht, oder das die 
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zweite Spule ein Teil einer (Antennen-) Spule zur Her- 
5 stellung einer drahtlosen Verbindung zur Umgebung ist. 

7. Verbindungsanordnung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die erste Spule als Versteifungsrahmen wirkend aufien- 
10 randseitig des Moduls angeordnet ist. 

8. Verbindungsanordnung nach Anspiruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der Spulen-Versteifungsrahmen integral mit einem 
15 Chiptrager oder Zwischentrager ausgebildet ist. 

9. Verbindungsanordnung zur Herstellung einer Chipkarte, be- 
stehend aus einem Modul mit einem Halbleiterchip sowie 
einem Kartentrager mit Ausnehmung zur Aufnahme des Mo- 

20 duls, 

dadurch gekennzeichnet, 
daJS auf oder in der Einsatzseite des Moduls eine erste 
kapazitive Koppelflache ausgebildet ist, welche mit An- 
schlussen des Halbleiterchips elektrisch verbunden ist, 

25 und das in oder auf der Ausnehmung des Kartentragers eine 

zweite kapazitive Koppelflache aufgebracht oder einge- 
formt ist, wobei nach dem Einsetzen des Moduls in die 
Ausnehmung eine kapazitive Kopplung resultiert und das 
weiterhin eine elektrische Verbindung zu einer Spule im 

30 Kartentrager zur Herstellvmg einer drahtlosen Verbindung 

zur Umgebung besteht. 

10. Verbindungsanordnung zur Herstellung einer Chipkarte, 
bestehend aus einem Modul mit einem Halbleiterchip sowie 

35 einem Kartentrager mit Ausnehmung zur Aufnahme des Mo- 

duls, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS auf oder in der Einsatzseite des Moduls eine erste 
Spule und eine erste kapazitive Koppelflache ausgebildet 



40 
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ist, welche mit Anschlussen des Halbleiterchips elek- 
trisch verbunden ist bzw. sind und das in oder auf der 
Ausnehmung des Kartentragers eine zweite Spule und eine 
zweite kapazitive Koppelflache aufgebaut oder eingeformt 
ist bzw. sind, wobei nach dem Einsetzen des Moduls in die 
Ausnehmung eine induktive und kapazitive Kopplung resul- 
tiert und das weiterhin eine elektrische Verbindung zu 
einer weiteren Spule zur Herstellung einer drahtlosen 
Verbindung zur Umgebung besteht . 
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